














定的机械作用。图 1a 所示为传统 TO-220引线框
架草图 ,在后道封装工序中需塑封的区域是图 1b中
的A区 ,然而在实际封装过程中 ,图 1b 中的 B区也
经常会粘附上塑封料 ,所以在塑封工序后 ,一般要安






























针对上述问题 ,我们对 TO-220 产品进行了设
计改进。首先在引线框架上多设计一条连筋 C(图
—62—
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3),那么在封装中 B区(图 1)就不会粘附上塑封料 ,




条件下 ,改进前塑封工序只能一模 320腔 ,改进后可
达到一模 400腔 ,生产效率得到提高;②改进后塑封
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